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実装用BGAソケット(APROS-Cｼﾘｰｽﾞ)

・押さえフタの入らないソケット

・構造が簡単

・実装面積が小さい　　　
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BGAソケット　コンタクト構造

ハンダボールを2枚のコンタクトで挟み込む

フタの必要のないBGAソケット構造

コンタクト構造
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BGA　ICの挿抜が簡単

BGA　ICをソケットの
上から押し込むだけ•
ソケットのフローティング
インシュレータの横から
指で持ち上げる

z挿入
　　　　

z抜去
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zBGA　ＩＣの外形寸法プラス５ｍｍ

BGAソケットの実装面積が小さい
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ｽﾙｰﾎｰﾙﾀｲﾌﾟBGAソケットの構造図

上面図
横図
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ｽﾙｰﾎｰﾙﾀｲﾌﾟBGAソケットの写真
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ｽﾙｰﾎｰﾙﾀｲﾌﾟBGAソケット構成部品

１．ソケットコンタクト

　　　２．ベースインシュレータ

　　　　　３．フローティングインシュレータ

　　　　　　　４．止めピン
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　　他社ＢＧＡソケットとの比較
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　適合BGA　IC

z １．２７ｍｍピッチ　BGA

z １．０ｍｍピッチ　BGA

各ピッチ600ピンまで対応



11

　　　仕　様　概　要
　
z接触抵抗：Ｍａｘ．１００ｍΩ

z挿抜寿命：５０回

z使用温度範囲：－２５～＋８５℃

z定格電流：０．３Ａ／ピン

z定格電圧：ＡＣ，ＤＣ６０Ｖ


